
樹脂造形

回路形成

部品実装

エレクトロニクス3Dプリンター

樹脂と導体のデジタル印刷 + 超低温実装

項目 デザインルール

回路形成

導電材料 銀ナノインク

厚み 4 or 7 um

最小 L/S 140 / 200 um

樹脂形成

最大造形サイズ 120 x 60 mm

最大造形厚み 4 mm

ステージサイズ 120 x 120 mm

多層回路形成
最大層数 5 layers

層間接続 ブラインドビアホール

部品実装

接続材料 銀ペースト

最小電極ピッチ 0.5 mm

最小部品サイズ 0.6 x 0.3 mm

特殊形状のデバイスや短納期のPCB試作に

試作サービスの製造デザインルール

〒472-8686 愛知県知立市山町茶碓山19番地
TEL：0566-81-8243 /  E-mail : fpm-trinity@fuji.co.jp



エレクトロニクス3Dプリンター

お申し込み 設計 製造 お届け

•回路図, 部品リスト
をご準備ください

•設計もサービスに
含まれます

•設計完了後にFPM-Trinityでの生産を行います.
•検査仕様書に基づいた検査を経てお客様にお届けします.

樹脂造形 回路形成 多層ビルドアップ キャビティ形成

バンプ印刷 部品実装 剥離 3D組付け

樹脂インク印刷
UV硬化

Agナノインク印刷/焼結
Agペースト印刷/熱硬化

樹脂造形と回路形成
繰り返し

樹脂インク印刷
UV硬化

Agペースト印刷 部品装着
アンダーフィル

精密プローブピン
精密ネジで一体化

ワークの剥離

製造のプロセスフロー

設計・プリントサービスの流れ
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